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受託測定 ご案内

熱物性測定

・熱膨張率測定（ディラトメーター） ・動的粘弾性測定（DMA）
・熱伝導率測定（キセノンフラッシュ LFA）　・熱伝導率測定（定常熱流法 TIM）
・熱伝導率測定（ホットブリッヂ THB）

熱伝導率測定システム 水平方式熱膨張率測定システム



熱機械分析（TMA, ディラトメーター）

Application – Glass Ceramic

●ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞﾌｨﾙﾑ転移温度測定

●PCBﾗﾐﾈｰﾄの1stﾗﾝと2ndﾗﾝ

●ｶﾞﾗｽ転移熱膨張率測定
＊膨張率と軟化点

●ｶﾞﾗｽｾﾗﾐｯｸ試料測定
　　　　　＊ΔLとCTE

●TMA
＊測定温度範囲：-150～1000℃
＊ ｶﾞﾗｽ転移,軟化点,膨張/収縮

●ディラトメーター
＊測定温度範囲：室温～1550℃
＊ 膨張率,収縮率,ｶﾞﾗｽ転移,軟化点



動的粘弾性分析（DMA）
　＊測定温度範囲：-150～600℃
　＊測定ﾓｰﾄﾞ：曲げ、引張り、圧縮

＊貯蔵弾性率（E’）,損失弾性率（E”）,ﾀﾝﾃﾞﾙﾀ（δ）

●ｶｰﾎﾞﾝﾌｧｲﾊﾞｰｴﾎﾟｷｼ試料　＊貯蔵弾性率と損失弾性率
●熱硬化性ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙとｶﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ試料

＊試料方向によるﾀﾝﾃﾞﾙﾀの違い



熱伝導率測定   レーザー/キセノンフラッシュ（LFA）

●ｱﾙﾐﾆｳﾑと銅熱拡散率測定と文献値比較
　＊文献値と測定値が一致

●ｸﾞﾗﾌｧｲﾄ試料の熱拡散率、熱伝導率、比熱測定

●LFA
＊測定温度範囲：-100～1000℃
＊ 熱拡散率,熱伝導率,比熱

●熱拡散率再現性

ガラスセラミック再現性±1%



熱伝導率・熱抵抗測定　定常熱流方式（TIM）

 測定項目 　・試料温度　・温度勾配　・試料厚さ　・熱抵抗値
・試料圧縮フォース　・接触抵抗　・熱伝導率

※文献値と実測値比較



熱伝導率測定　ホットブリッヂ方式（THB）

 測定項目 　・熱伝導率　・熱拡散率　・比熱

●セラミック混合ポリマー試料の熱拡散率、熱伝
導率、比熱測定

●THB
＊測定温度範囲：室温～200℃
＊ 熱伝導率,熱拡散率,比熱

●装置とセンサー



機　器

● 赤外分光分析
・nanoIR（ブルカー/アナシスインスツルメント)
・mIRage（フォトサーマルスペクトロスコピー)

● 熱分析
・nanoTA
・DSC
・MDSC
・Chip-DSC
・HDSC
・TGA
・TG-DSC
・TMA
・ﾃﾞｨﾗﾄﾒｰﾀｰ
・DMA
・LFA
・THB
・TIM

（ブルカー/アナシスインスツルメント）
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